A
SVQ-Baug ru ppen manufacturing & services//

Materialnummer: Index: Rev:

TQM-Element:
Vorbeugung!

Datum:

SVQ-Gremium

Entwickler

Konstrukteur

Entflechter

Teilnehmer

Anlaufbearbeiter

Bestlickung

sonst

Gerate- / Baugruppenbezeichnung

Zeichnungs-Nr.

Materialnummer Baugruppe

Materialnummer Leiterplatte

Baugruppenstatus | prototyp Q. Nullserie D, 1.5erie U

Sind die Erkenntnisse der 0 bzw.
1. Serie eingeflossen?

Funktion der Baugruppe

Baugruppendaten

Jahresstlickzahl

Einzel-Baugruppe

Variantenbaugruppe

Welche Ausfiihrung liegt vor

Bestanden Bestanden mit notwendiger Nacharbeit Nicht bestanden

a g g

Unterschriften SVQ-Gremium:

Ergebnis

ROHS

Verteiler: Teilnehmer
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Ja Nein entf.
11 LP-Technik cu-Technik Einpresstechnik a Flat-Pad Technik 1

snrp ud Chem. sn
1.2 Abmale der Baugruppe L. _mmx ___  mm
1.3 Sind die AbmaRe der LP in Bezug auf die Standard-Nutzenformate wirtschaftlich zu D D
fertigen? a 4d

1.4 Lagenzahl der Leiterplatte

15 Dicke der Leiterplatte ., mm

1.6 Ist Létstopplack vorgesehen?

1.7 Endbearbeitungsverfahren RitzenD FrasenD NutzenfertigungD
1.8 Sind AuRRenkontur, Schlitze, und Ausbriiche komplett frasbar?

1.9 Sind Durchsteiger unter SMD auf Lotseite vermieden?

1.10 Wenn erforderlich, zusatzlicher Via-Druck?

1.11 Durchmesser / Anzahl der Durchsteigerbohrungen @ mm / Stk.

o 000 O
o 000 O
U

1.12 Lage der Durchsteiger zum Klebepunkt beachtet?
1.13 Kupferkaschierung: Basiskupferstarke J Endkupferstarke ]
1.14 Ist die vorgegebene Leiterzugbreite beziiglich der vorgesehenen Kaschierung

U
U

maoglich?

Galvanotechnische Ausfiihrung

1.15 GleichmaRige Layoutverteilung?

oo
oo

1.16 Masseflache aufgerastert?
1.17 Ko&nnen Hilfsflachen (Abschirmflachen) fir die bessere galvanische
Stromverteilung entfallen? a 4d

1. Fertigungsrelevante Fragen zur Leiterplatte

AOI-gerechte Ausfihrung, d. h. reproduzierbar herst  ellbare Strukturen

1.18 Sind spitze Winkel vermieden?

0o
oo

1.19  Sind Leiterziige abgeschlossen?

Einhaltung der Werknormvorgaben

1.20 Ein-/angeschnittene Létaugen vermieden?
1.21 Restring eingehalten?

D00
D00

1.22  Sind <0,2 mm Leiterziige mit trénenférmigen Anbindungen versehen?
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Ja Nein entf.

% % 1.23 Sind fur den elektrischen Test von Fine-Pitch-LP (<0,5 mm) 3 asymmetrische
E g Fangbohrungen vorgesehen? D D D
R . .
a 81.24 Sind 2 Passermarken fir SMD-Automaten und AOI vorhanden? D D D
§) E 1.25 Sind die Abstandsmale fiir Maschinenbestiickung und Létung eingehalten
5 § (Randfreiheit von BE's, Freiraum fur Fangstifte 2,5 mm)? g a a
L
- :LE 1.26 Kodnnten Fine-Pitch-IC's diagonal angeordnet werden? g a a

Bestlickung der Baugruppe

2.1 Welche Steckelemente werden verwendet (Auflistung)?

2.2 Gibt es Bedienelemente fir den Anwender ?

2.3 Werden Single- Source- Bauelemente verwendet (Auflistung)
8_
g' 2.4 Kritische Bauteile wie Kihlkérper, Module, Quarze, Relais (Auflistung)?
% 25 Sind Ubertrager verdrehungssicher zu platzieren? D D D
m
c Alle SMD Ubertrager besitzen eine Markierung
Q . . .
< |26 Ist ein bestlickungsfreier Rand von 2,5 mm eingehalten? D D D
pn}
g 2.7 Ist Platz fur eine Ident-Nr. /Seriennr. vorgesehen (18 x 8 mm)? g a a
; 2.8 Sind SMD-BE der Lotseite gemalf3 Lotrichtung angeordnet? D D
g 2.9 Sind Modifizierungen der bestehenden Padgeometrie vermieden? D D D
2 |2.10 Sind notwendige Lotfanger angebracht? D D D
o |2.11  Sind Létschatteneffekte beriicksichtigt worden? g a a
E 2.12  Ist ein Mindestabstand von 1 mm zwischen SMD-Pad und bedrahtetem
% Bauelementeanschluss auf der Lotseite eingehalten? a a d
2]
2 12.13 Prozentualer Anteil der SMD-Bestlickung? %
3 . . . .
-FE” 2.14 st eine gleichmafige Aufteilung (Top/Bottom) gegeben? D D D
& |2.15  Sind in der Stiickliste Top- und Bottom-BE gekennzeichnet? D D D
“ 12.16  Anzahl der neuen Bauelemente fir die SMD-Linie  SMD-BE Stk.

THT-BE Stk

2.17  Kann die Baugruppe mit vorhandenen Maskenrahmen gel6tet werden? a 4d

2.18 Sind alle BE maschinell I6tbar? a Q

2.19  Sind Schraub- und Nietverbindungen erforderlich? D D D

Schraubverbindungen D Blindniete D
Niete D Rivsrew-Niete D
Ausgabe 07.01.2015 Seite 3von 5

O by ElectronXx GmbH / SVQ-Gremium




SVQ-Baugruppen

Materialnummer: Index: Rev:

manufacturing & services/"' |

\
|

2.20

2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27

2.28
2.29
2.30
231

2.32

2. Fertigungsrelevante Fragen zur bestiickten Baugruppe

Sonstiges

Sind Abdeckungen von Befestigungselementen vermieden (Schrauben, Muttern,
Nieten, Kabelbinder)?

Sind Durchbriiche (spez. unter Bauteilen) vermieden?

Sind Durchkontaktierungen in SMD-Pads vermieden?

GleichmaRige Layoutverteilung fur Reflow?

Ist ein bestickungsfreier Rand von 2,5 mm eingehalten?

Ist die Bestuickung in einer Ebene?

Sind Hilfs- und Montagewerkzeuge erforderlich?

Bauhéhenbegrenzung? Bestiickseite . mm

Lotseite . mm
Sind Rastermal3e nach WN bei bedrahteten BE realisiert?
Sind gepolte, bedrahtete BE in gleichgerichteter Orientierung?
Sind Briicken vermieden?

Wenn nein, Anzahl Drahtbriicken

Anzahl Lotbricken

Sind EGB-Schutzbelange erfillt (Handhabung, Kennzeichnung)?

Produktionsstrategie

sMD-Reflow (1 Kiebetechnik 1 va ksl ~sU
Einpresstechnik a Blaulack VergieRRen/Lackieren Q

OO00000 Os
cooo00
U

EEEYE
EEEYE

nein entf.

o u

oo

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3. Prufungsrelevante Fragen

3.10
3.11
3.12

Prufung der Baugruppe

Ist die Baugruppe ohne weitere Zusatzbaugruppen elektrisch prif- und
abgleichbar?

Ist eine Kommunikationsmoglichkeit mit externen Systemen (PCs) vorgesehen?
Sind manuelle Abgleiche vermieden?

Sind iterative Abgleiche vermieden?

Sind Abgleich- und Bedienelemente zuganglich?

Sind analoge Monoflops vermieden?

Gibt es eine Selbsttest-Software?

Sind unbenutzte Schaltungsteile elektrisch definiert?

Sind Testpunkte fur Funktionspriifungen elektrisch entkoppelt und unempfindlich
gemacht?

Sind Oszillatoren steuerbar bzw. abtrennbar ausgeftihrt?

Sind Bus-BE steuerbar (lber CE, OE, CS 0. 4.)?

Sind Steuereingange (RESET, CLOCK, CLEAR, D, etc.) fur den Test zugénglich?

o000 oo O
o000 Oooopoido O

pooo0 Ooooo

U
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1 (oder 2) Prufpads versehen?

3.17 Bei Batterien: sind sie abtrennbar?
3.18 Ist Vakuumdichtigkeit sichergestellt?

Bausatzkontrolle

eingezeichnet?

Prufsstrategie
icT @ aor [ Funktionstest Q
Ex- Sichtprifung O wamedaverlauf

Sonstiges

3.13 Bei ASICs, PALs, GALs, PLDs, etc.: Ist die Testbarkeit sichergestellt?
3.14  Bei Mikroprozessoren: Ist die Testbarkeit sichergestellt?
3.15 Bei SMT: sind alle nicht Gber bedrahtete BE-Enden kontaktierbaren Potentiale mit

3.16  Sind unbenutzte Bauteilanschlissen mit Prifpads versehen?

3.19 Sind freie Fangbohrungen fir ICT-Adapter vorhanden?

3.20 Sind Prifflachen im Stromlaufplan eingezeichnet?
3.21  Sind nicht benutzte Ein-/Ausgénge eingezeichnet (einschliellich NC)?

3.22  Sind nicht benutzte Bauteilsektionen sowie nicht belegte Steckerstifte

Spannungsprifung D

3. Prufungsrelevante Fragen

Ja nein entf.

U 00 000D oo
U 00 000D oo
U 00 000D oo
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